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Silicon Valley im Zeichen wechselnder Marktprioritaten

Summit 2011

Das diesjahrige Summit von GlobalPress Ende Marz, einem Zusammentreffen von Fachjournalisten mit Experten
aus dem Silicon Valley, stand ganz unter dem Zeichen der Tsunami/Reaktor-Katastrophe in Japan.

on zahlreichen Managern war zu

horen, dass man laufend mit ja-

panischen Geschiftspartnern in
Kontakt steht — nicht nur um den Not-
leidenden zu helfen. Man ist gleicher-
maflen bestrebt, die vereinbarten, glo-
balen Geschiftsabldufe zu tberpriifen
und noch flexibler als bisher zu gestal-
ten, um mogliche Beeintrachtigungen
zu minimieren auch wenn die Gertiich-
tekiiche zum Beispiel in Sachen Sili-
zium-Nachschub wild am Kochen ist.
Ein weiteres wichtiges (und positive-
res) Thema ist offensichtlich die Tat-
sache, dass die weltweiten Investoren
wieder groflere Summen in Richtung
Silicon Valley umleiten. Es bleibt ab-
zuwarten, inwieweit die Halbleiterin-
dustrie davon Nutzen ziehen kann,
da die populdren Internetfirmen der-
zeit noch in der Lage sind, hohere
Profitspannen zu versprechen. Um ei-
nen gewichtigen Teil der Investoren-
gelder fiir sich in Anspruch nehmen
zu konnen, ist das Entwicklungstempo
der Halbleiterunternehmen aller-
dings ungebrochen, wie unser Korre-
spondent auf dem Summit feststel-
len konnte. Hier sind einige der High-
lights gelistet.

IP Core fiir 64-bit Prozessor-
Architektur mit SMT-Technologie

Art Swift, VP fiir Marketing und Busi-
ness Development bei MIPS Techno-
logies lie es sich nicht nehmen, bei
dieser Veranstaltung das firmeneigene
Projekt ,,Prodigy” vorzustellen - ein in-
dustrieweit erster IP-Core, der eine 64-
bit Prozessor-Architektur mit simul-
taner, multi-threading Technologie
(SMT) und kohédrentem Multiproces-
sing kombiniert. In allen drei Techno-
logien weist das Unternehmen jahre-
lange Erfahrungswerte auf. Die Prodigy
Core-Familie wird nicht nur eine ein-
deutige Code-Kompatibilitat aufwei-
sen, sondern auch eine elegante Auf-
wartsmigration zwischen den MIPS32-
und MIPS64-Architekturen mit sich
bringen. Damit verldngert sich eine
interessante Produkttradition, die mit
der Vorstellung des 64-bit MIPS R4000
Mikroprozessors in 1991 begann.

Digital-gesteuerter IF-VGA
mit sehr hohem SNR

Die Firma Integrated Device Techno-
logy wird ihrer Zusatzbezeichnung
»The Analog and Digital Company*,

laut Graham Robertson, VP Corporate
Marketing, durchaus gerecht, denn
man liefert seit der Firmen-Neuori-
entierung vor wenigen Jahren inter-
essante mixed-signal Halbleiterlésun-
gen. Neuestes Ergebnis ist unter der
Bezeichnung F1200 ein digital steu-
erbarer IF-VGA (Variable Gain Ampli-
fier) fiir einen besseren QoS in Emp-
fangersystemen in der Wireless-Infra-
struktur. Der neue Chip bietet einen
Rauschpegel von weniger als 3,0 dB bei
einem Steuerbereich von 23 dB mit ei-
ner Auflésung von 7 bit. Mit differen-
ziellen Ein- und Ausgangsimpedanzen
von 200 Ohm kann das Bauelement
zudem vorteilhaft in einen HF-Signal-
pfad integriert werden.

IP-Core fiir Dataplane- und
Signalverarbeitungsfunktionen

Tensilica, reich an Expertise mit IP-
Cores fiir verarbeitungsintensive Da-
taplane- und DSP-Funktionen, er-
weitert sein Produktangebot mit der
Xtensa LX4 DPU, die in den Berei-
chen Bildverarbeitung, Video, Netz-
werke und Basisband-Kommunikation
das herrschende Bandbreitenangebot
auf das Vierfache erweitern kann. Laut
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Dr. Chris Rowen, Griinder und CTO
des Unternehmens, unterstiitzt die
neue DPU breitere, lokale Datenspei-
cher-Bandbreiten von bis zu 1.024 bits
pro Zyklus, ebenso breitere VLIW-Ins-
truktionen bis zu 128 bits fiir eine pa-
rallele Verarbeitung sowie eine Pre-
fetch-Option fiir den Cachespeicher.
Designer sind nunmehr in der Lage,
superbreite SIMD (Single Instruction
Multiple Data) DSPs zu realisieren, die
pro Taktzyklus mehr Daten in mehr

Alteras Konzept der FPGA-Lichtleiterkopplung.

MACs (multiply accumulate) iiber-
tragen. Das verspricht eine hervorra-
gende Performance.

Online-Design von multiple-
load Stromversorgungen
fiir ARM-Prozessoren

National Semiconductor stellte wéh-
rend des Summits eine neue Entwick-
lungsumgebung unter der Bezeich-
nung ,WEBENCH Processor Power
Architect” vor. Laut Phil Gibson, VP,
Marketing & Web Operations, handelt
sich hierbei um das erste Design-Tool
der Industrie, mit dem sich in kiirzes-
ter Zeit Stromversorgungen fiir ARM-
Prozessoren von Atmel und Freescale
Semiconductor modellieren und op-
timieren lassen. Das interessante Tool
unterstiitzt die neuesten hocheffizien-
ten Point-of-Load-Regler und SIMPLE
SWITCHER-Module des
mens. Der WEBENCH Processor Po-
wer Architect enthdlt die detaillierten

Unterneh-

Stromversorgungs-Spezifikationen von
mehr als 50 der neuesten ARM-Prozes-
soren von Atmel und Freescale. Mit
Riicksicht auf die niedrigen Strome,
die die Systeme mit den ARM-Prozes-
soren aufnehmen, werden den Desig-

nern neben hocheffizienten Schaltreg-
lern auch mehr als 50 LDO-Regler zur
Auswahl gestellt. Man darf gespannt
sein, wie diese interessante Design-
hilfe weiter ausgebaut wird, sobald TI
die Ubernahme von National abge-
schlossen hat.

Effizienter Umstieg auf Ethernet
fiir Service-Anbieter

Broadcom ist im Bereich der drahtge-
bundenen und drahtlosen Kommuni-

kation ein wichtiger Komponentenan-
bieter geworden, der mit seinem brei-
ten Produktprogramm die Bereiche
Sprache, Video, Daten und Multime-
dia fiir das Heim, das Biiro und das
mobile Umfeld konsequent abdeckt.
Damit die Service-Anbieter auch bei
der Migration auf 4G mithalten kon-
nen, stellte Jim McKeon, Product Line
Director von Broadcom, unter der Be-
zeichnung StrataXGS BCM56440 eine
neue Switch-Serie vor, die im Ver-
gleich mit TDM-basierenden Net-
zen eine 1000-fache Verbesserung der
Bandbreite bieten soll. Das bedeutet
eine problemlose Migration in Rich-
tung einer Ethernet-Performance. Die
neue Switch-Serie kombiniert, laut
McKeon, die Funktionalitit von bis zu
sieben ASSPs in einem 40-nm CMOS-
IC, wobei nunmehr die stromhungri-
gen NPUs und FPGAs nicht mehr not-
wendig sind.

Rauscharme Verstarker
und ADCs bis 500 MSPS

David Bell, President und CEO von
Intersil, sieht fiir sein Unternehmen
auch in Zukunft signifikante Erfolge
im Bereich des Power-Managements
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fiir PCs, speziell im Hinblick der firmeneige-
nen Zilker Labs Produkte. Auch mit den DSL-
Leitungstreibern kann Bell sehr gute Erfolge
vermelden. Zu den interessanten Neuankiindi-
gungen gehort ein differenzieller E/A-Verstar-
ker (ISL55210), der hinsichtlich SFDR, Nach-
fihrrate und SNR ausgezeichnete Werte auf-
weist und zudem einen Leistungsverbrauch
von nur 115 mW aufweist. Nicht zu vergessen,
dass eine gleichbleibende Performance tiber ei-
nen weiten Temperatur- und Verstarkungsbe-
reich geboten wird. Eine neue ADC-Familie
mit Sampleraten von 130 bis 500 MSPS und
pinkompatiblen Varianten von 12- bis 16-bit
offnet zahlreiche und sehr unterschiedliche
Applikationsbereiche. Erstes Modell ist der
ISLA214P50, ein 14-bit ADC mit 500 MSPS,
der gegeniiber vergleichbaren ADCs erheb-
lich weniger Leistung verbraucht. Mit integ-
riert ist die firmeneigene FemtoCharge-Tech-
nologie, die eine Versorgungsspannung von
nur 1,8 V zulasst.

Weiterhin bemerkenswert sind die zahlrei-
chen Konfigurationsmoglichkeiten des neuen
ADCs. Bei der neu vorgestellten Produktse-
rie ISL3247/8/9xE handelt es sich um robuste
und fehlergeschiitzte RS-485/-422 Transcei-

Komplettlésungen mit kunden-
spezifischen Standardprodukten

QuickLogic, ein Fabless-Unternehmen, ent-
wickelt kundenspezifische Standardprodukte,
genannt CSSPs. Diese Komplettlosungen ba-
sieren auf einer Kombination von Si-Platt-
formen, PSBs (Proven System Blocks), kun-
denspezifischer Logik, Software-Treibern und
entsprechender Firmware. Die beiden haupt-
sachlichen Plattformen, ArcticLink und Po-
larPro sind standardisierte Siliziumprodukte.
Zu den PSBs gehoren die Visual Enhancement
Engine (VEE), der Display Power Optimizer
(DPO), die SDHD/eMMC Host-Controller, der
USB 2.0 On-The-Go with PHY, der MDDI Cli-
ent with PHY, schnelle UARTs, Pulsweiten-Mo-
dulatoren, SPI and I2C Hosts, sowie Display-
spezifische Funktionen wie RGB-split und
Frame Recycler, und Data Performance Mana-
ger (DPM). Mit der VEE-Technologie kann zum
Beispiel die Betrachtung von Pico-Projektor-
Bildern wesentlich verbessert werden, ohne
dass die Leistung der Lichtquelle erh6ht wer-
den muss. Mit dieser Auswahl kann der Sys-
temdesigner mehrere diskrete Chips auf einem
CSSP integrieren. Und durch die programmier-

IP Core fiir 64-bit Prozessor-Architektur mit SMT-Technologie von MIPS Technologies.

ver mit Uberspannungsschutz (OVP, 60 V),
hoher Toleranz gegeniiber ESD (16,5 kV)
und einem weiten Gleichtaktbereich (CMR
25 V). Bei einem geringen Ruhestrom eig-
nen sich diese Transceiver vorteilhaft fiir eine
Verwendung unter ungiinstigen Umgebungs-
bedingungen.

Chip-to-Chip Dateniibertragung per Licht

Bradley Howe, VP Engineering von Altera, er-
hielt die ungeteilte Aufmerksamkeit seines
Fachpublikums, als er die Pline seines Un-
ternehmens erlduterte, die traditionellen Lei-
tungsverbindungen aus Kupfer sowohl in
Chips als auch in Subsystemen durch band-
breitenstarke Lichtleiter zu ersetzen. Da zahl-
lose Applikationen immer hohere Daten-
Bandbreiten fordern, will Altera hier seine
langjdhrigen Kenntnisse in Sachen System-
Interfacetechniken in direkt-optischen Inter-
faces einbringen. Howe verweist unter ande-
rem auf computer- und speicherintensive Da-
tenzentren, wo die Integration von optischen
Interfaces nicht nur den Leistungsbedarf um
bis zu 70 % senken wird, sondern zusatzlich
die Portdichte und Bandbreite erheblich stei-
gert. Alteras zukiinftigen Transceiver diirften
mit dieser Opto-Technologie ihre Datenra-
ten und die Signalintegritdt um ein Vielfaches
verbessern.

bare Anordnung der Plattformen kénnen wei-
tere Funktionen hinzugefiigt werden, was die
Systemflexibilitdt zusdtzlich erhoht.

Programmierbare ICs senken
nicht nur Designkosten

Nach einem etwas verhaltenen Jahr 2009
konnte Darin Billerbeck, President und CEO
von Lattice Semiconductor, fiir 2010 erfreu-
liche Zahlen vorstellen: Bei einem Umsatz
von fast 300 Millionen USD erzielte sein Un-
ternehmen einen Gewinn von 57 Millionen
USD; im Vorjahr waren es noch 194 Milli-
onen USD Umsatz und ein leichter Verlust.
Mit einem sorgfiltig abgestuften Produktpro-
gramm an programmierbaren FPGAs, PLDs
sowie programmierbaren ICs fiir das Power-
und Takt-Management konnte das Unterneh-
men in den letzten zehn Jahren eine Milliarde
ICs an Kunden liefern. Bei der ECP3-Fami-
lie handelt es sich um mittelkomplexe FPGAs
mit SerDes, DSP-Blocken und stets aktuellen
Speicher-Interfaces, einschliefdlich DDR3 (800
Mbps). Weitere Merkmale: Bis zu 150K LUTs, 7
Mb Speicher, kaskadierbare DSP-Blocke sowie
1 Gbps LVDS-Performance fiir ADC/DAC und
SPI4.2 Interfaces. Die MachXO2 Familie an
NV-PLDs ist unbeschrdnkt oft rekonfigurier-
bar und eignet sich aufgrund eines geringen
Leistungsverbrauchs (statischer Verbrauch bei

etwa 19 pW) besonders vorteilhaft fiir Smart-
Phones, GPS-Gerdte und PDAs. Der Platzbe-
darf liegt bei 2,5 mm?. Besonders gefragte
Funktionen sind bereits , hart” implementiert.
Die Platform-Manager ICs eignen sich fiir ein
Board-Management-Design, denn sie reduzie-
ren Kosten durch die Integration diskreter
Komponenten mit mehreren ICs fiir zahlrei-
che Funktionen, wie zum Beispiel Power-Uber-
wachung, Sequenzieren, Resets, Trimmen und
Hot-Swap. Der Platform-Manager kann auf-
grund seiner Funktionsflexibilitdt auch als
Standard fiir unterschiedliche Produktdesigns
verwendet werden. Respins fiir Board-Layouts
werden damit minimiert.

3D-ICs: Design, Verifikation,
Herstellung und Test

Walden C. Rhines, Chairman und CEO von
Mentor Graphics ist ein sehr erfahrener Ma-
nager und Experte der Halbleiterindustrie.
Wenn er ein Fachthema kommentiert, dann
sollte man schon aufmerksam zuhoren. Die-
ses Mal war es in Sachen 3D-ICs (und 2.5D)
und wie sich sein Unternehmen auf die ent-
sprechenden EDA-Anforderungen einstellt,
einschliefflich Testlosungen auf der Basis der
Tessent-Produktlinie und der BIST-Metho-
dik. Die Kombination der Tessent TestKom-
press und LogicBIST Logik-Testprodukte er-
zielt sowohl hochkomprimierte, detertimisti-
sche Scan-Muster sowie auf dem Chip erzeugte
Zufallsmuster, die zusammen eine hohe Test-
Abdeckung und eine minimierte Testzeit mit
sich bringen. Rhines weist besonders dar-
auf hin, dass bereits auf der ,known-good-
die“-Stufe eine sehr niedrige Defektrate er-
stellt werden muss, damit in der Produktion
der 3D-ICs eine akzeptable Endausbeute rea-
lisiert werden kann. Eine weitere Herausfor-
derung der 3D-ICs ist der komplette Test der
gefertigten multi-die Struktur. Die Tessent-
Produkte, bestehend aus TestKompress, Lo-
gicBIST, MemoryBIST, BoundaryScan, PLLTest
und SerdesTest bieten eine homogene Test-
Infrastruktur fiir diese Die-Strukturen, ein-
schliefllich Prozessor-Cores, Logik, Speicher
und schneller E/As.

Power-Analyse und -Optimierung
fiir ICs und Systeme

Apache Design Solutions hat sich seit der Fir-
mengriindung in 2001 auf die Losung eines
akuten Problems der Halbleiterindustrie kon-
zentriert: Die Power-Analyse und Optimierung
des Leistungsverbrauchs von Chips und Syste-
men. Und Andrew Yang, CEO des Unterneh-
mens, sieht sich mit seinen Produkten durch
konstanten Umsatzzuwachs (2010: +27 %,
keine Schulden) und einen 73%igen Markt-
anteil im Bereich physikalischer Power-Ana-
lyse voll bestétigt. PowerArtist ist eine kom-
plette RTL ,design-for-Power”-Plattform mit
voll integrierter Analyse und automatischen
Reduzierungsstechnologien, die Leistungsein-
sparungen von 10 bis 60 % erzielen. Die RTL-
Powerreduzierung ist nicht nur sequenziel-
les und kombinatorisches Taktgating, sondern
sie ist auch ausgelegt fiir Speicher- und Daten-
pfadbereiche komplexer IPs und SoC-Designs.
RedHawk ist eine dynamische Power-Inte-
gritatslosung, die bis zu 500 Millionen Gates
mit ,,sign-off” Genauigkeit beherrschen kann.
Die Effekte simultaner Schalt-Storspannun-
gen (Core, Speicher, E/A), der Entkopplungs-
kapazititen und on-chip und off-chip (Ge-
hduse) Induktivititen werden ebenfalls ge-
nauestens analysiert. Totem wiederum ist
eine Plattform fiir Power- und Stérspannungs-
Layouts, ausgerichtet auf Analog- und mixed-
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signal Designs. Es geht hierbei um glo-
bale Kopplungen von Power/Masse-
Substrat-Stor-
pegeln sowie Gehduse/PCB-bedingte

Rauschspannungen,

kapazitive und induktive Stdrspan-
nungen hinsichtlich der vorhande-
nen Speicherelemente, wie Flash und
DRAM, sowie schnelle E/As wie HDMI
und DDR und analoge Power-Manage-
ment-ICs. Sentinel ist eine komplette
Chip-Gehduse-System (CPS), Co-De-
sign/Co-Analyse-Losung, die auf die
Power-Integritdt auf Systemebene, E/A-
SSOs, sowie thermische und EMI-Pro-
bleme ausgerichtet ist. Es bietet dem
Systemdesigner eine komplette Platt-
form-Umgebung, die sich von der frii-
hen Prototypenstufe bis zum Signoff
erstreckt. Erst kiirzlich stellte das Un-
ternehmen in diesem Bereich CPM
v2.0 (Chip Power Model) vor, das sich
mit zahlreichen Funktionen besonders
fir Systementwicklungen in den Be-
reichen Automotive und Wireless eig-
net, einschliefflich 3D-ICs und SiP-
Designs.

28-nm FPGA-Serien mit
einheitlicher Architektur

Vin Ratford, Senior VP, WW Marketing
bei Xilinx, stellte wihrend des Sum-
mits drei neue 28-nm FPGA-Familien
vor, die nicht nur interessante Spezi-
fikationen sowie eine hohe Design-
Portabilitat aufweisen, sondern zudem
auf einer gemeinsamen Architektur ba-
sieren. Eine Migration innerhalb der
neuen FPGA-Familien Artix-7, Kintex-7
und Virtex-7 diirfte keine Probleme
aufwerfen. Die Adoption der AMBA 4
Advanced Extensible Interface (AXI4)
Spezifikationen, als Teil der Verbin-
dungsstrategie zur Unterstiitzung eines
»Plug-and-Play” FPGA-Designs, erhoht
noch einmal die Produktivitdt durch
Portabilitat
und hohe Berechenbarkeit. Der zweite
Teil des Vortrages betraf Zyng-7000,
eine erweiterbare Verarbeitungs-Platt-
form (EPP), die aus vier ICs besteht, die
jeweils einen kompletten ARM Cortex-

IP-Wiederverwendung,

A9 MPCore SoC mit integrierter, pro-
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grammierbarer Logik in 28-nm Tech-
nologie kombiniert. Jeder IC kann ein
Betriebssystem vom Reset aus mit ver-
fiigbarer Logik booten. Alle genann-
ten Produkte basieren auf den glei-
chen Funktionsblécken (Logik, Block-
RAM, Takt-Technologie, DSP-Slices und
SelectlO-Technologie), die so konfigu-
riert sind, dass praktisch alle Perfor-
mance-Klassen entsprechender End-
produkte abgedeckt sind. Bereits vor-
handene Designs mit dlteren Produkten
lassen sich portieren.

MEMS-Sensoren sind iiberall
und werden smart

Laut Marktforscher ABI Research wer-
den MEMS-Bauelemente besonders in
der Konsumelektronik nicht nur ei-
nen bevorzugten Platz einnehmen,
sondern man schatzt zudem, dass bis
2016 nicht weniger als finf Milliarden
dieser Bauelemente an Kunden ausge-
liefert sein werden. Das ist schone Mu-
sik in den Ohren von Glen Burchers,
Direktor Global Segment Marketing
bei Freescale Semiconductor, denn sein
Unternehmen gehort zu den bekann-
ten Herstellern von MEMS-Sensoren,
und zwar mit einer Technologie-Exper-
tise von 20 Jahren und einer Milliarde
Produktlieferungen. Freescales MEMS-
Portfolio umfasst die Applikationsbe-
reiche eKompass, Magnetometer, Be-
rithrungs-, Beschleunigungs- Tempe-
ratur- und Drucksensoren. Mit dem
Xtrinsic-Portfolio bietet Freescale eine
Sensoren-Plattform mit der richtigen
Kombination an intelligenter Integra-
tion, Logik und flexibler Software bis
hin zu multiplen Sensoren mit Pro-
zessor. Fin sehr interessantes Beispiel
ist die erste, hochgenaue Bewegungs-
sensor-Plattform  MMA9550L  mit
mehreren Eingdngen und Entschei-
dungsabldaufen auf Systemebene. Das
Bauelement erweitert eine 3-achsige
Beschleunigungs-Funktionalitdit mit
einem programmierbaren Core und
on-chip Speicher und bietet zahlrei-
che weitere Sensorfunktionen fiir un-
terschiedliche Applikationen.
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MEMS-Foundry: vom Konzept
bis zum Endprodukt

Was bei den integrierten Halbleiter-
schaltungen schon lingst zum Alltag
gehort, bietet laut Craig Trautman, VP
Business Development bei Innovative
Micro Technology (IMT), sein Unter-
nehmen ebenfalls schon seit Jahren
im Markt an: eine komplette Foundry
fiir MEMS-Produkte. Mit einem breiten
Portfolio an IP-Patenten, jahrelangem
Know-how und einem Stab von Ex-
perten ist man in der Lage, dem Kun-
den, je nach Expertise, alle notwen-
digen Design- und Fertigungsabldufe
fiir MEMS-Endprodukte abzunehmen.

Leistungsmerkmale dieser Foundry

O

x 0,84 mm. Hinter dieser Neuvorstel-
lung stehen, so Dr. Stefan Finkbeiner,
CEO von Akustica, die umfangreichen
Fertigungskapazititen und die globale
»Supply-Chain“ der Bosch-Gruppe,
die Akustica in 2009 tibernahm. Die
Fertigung der CMOS-MEMS-Mikro-
fone wurde daraufhin konsequent zur
Bosch-Foundry in Reutlingen verla-
gert. Besondere Merkmale des Mikro-
fon-Chips sind eine Empfindlichkeit
von -26 dBFS +/-2dB, ein typisches SNR
von 56 dB und eine Stromversorgungs-
unterdriickung von -57 dBFS. Hinzu
kommen eine prizise Empfindlich-
keitseinstellung und ein Multiplexing
der Stereo-Mikrofondaten, das mit zu
einer Minderung der Storsignale bei-

LX4
Datap\aﬂe

processor

Xtensa LX4 DPU fiir superbreite SIMD-DSPs von Tensilica.

sind unter anderem 1M Locher/Chip,
22-nm Prazision, MEMS mit 1,4 m/s
in 15 ps, durchschnittliche Beschleu-
nigung 12.000 Gs, MEMS-Programme
mit vier und fiinf Wafer-bonded Stacks,
on-board reflektierende und refraktive
Optik, 3D-Mikrofluidiks und zahlrei-
che Spezial-Materialien. IMT beliefert
folgende Marktbereiche: Infrarot/Sen-
soren, Energie, Test, Biomedizin, Optik
und Navigation. Ein besonderes Merk-
mal dieser Foundry ist die Senkung der
Entwicklungszeiten durch die Verwen-
dung so genannter Aufbau-Blocke, 3D-
Gehduse und hoher Integrationsgrade
(WLP-Bonding und TSV). Hinzu kom-
men Kooperationen mit Universita-
ten bei der Kombination von Biolo-
gie, MEMS und Nanotechnologie. Das
schlie3t unter anderem auch minia-
turisierte Medikamenten-Belieferungs-
systeme mit ein.

Digitales CMOS-MEMS-Mikrofon

Als Akustica in 2006 das erste CMOS-
MEMS-Mikrofon vorstellte, bezeich-
neten viele Marktexperten das win-
zige Bauelement als erstklassige Meis-
terleistung. Das Unternehmen ruhte
sich aber auf diesen Lorbeeren nicht
aus und stellte nunmehr unter der Be-
zeichnung AKU230 die vierte Gene-
ration des Digital-Mikrofons vor, das
einen Flichenbedarf von nur 3,76 x
4,72 mm aufweist, bei einer Bauhohe
von nur 1,25 mm. Das monolithische
Mikrofon-Die selbst mit Membrane,
Verstarker und Sigma-Delata-Umset-
zer zeigt einen Flachenbedarf von 0,84

tragen kann. Hervorragend ist die Un-
empfindlichkeit gegeniiber Radiofre-
quenzen und EMI.

UWB: ein Leben ohne Leitungen

Die UWB-Technologie (Ultra Wide-
band) mag fiir so manchen Zeitgenos-
sen immer noch eine Zukunftsmusik
sein, aber wenn es nach Eric Broock-
man, CEO von Alereon, geht, stehen
wir gewiss nicht mehr am Anfang ei-
ner erfolgsversprechenden Wireless-
Technologie, denn sie ist einmalig in
der Verwendung eines Frequenzspek-
trums von 3,1 GHz bis 10,4 GHz mit
nur geringen Leistungspegeln und sehr
hohen Datenraten. Broockman: , Ak-
tuelle UWB-Losungen erreichen einen
Datendurchsatz von 240 Mbps und
sind damit schneller als Wi-Fi und
Bluetooth, die zudem in einem hef-
tig belagerten Frequenzspektrum ope-
rieren. UWB ist auflerdem frei von
Interferenz und Ubertragungsengpis-
sen und damit ideal zum Beispiel fiir
Docking-Stationen und Streaming-Vi-
deo.” Alereon entwickelt als Fabless-
Unternehmen nach Wirless USB und
WiMedia zertifizierte low-power Chip-
sets, zu denen auch die industrieweit
erste weltweite 3,1 — 10,6 GHz IC-Lo6-
sung gehort. Hinzu kommen UWB-
Module und komplette Entwicklungs-
kits. Unterstiitzt werden von Alereon
die WiMediaband-Gruppen 1, 3, 4 und
6 mit eine Serie von USB-Produkten,
die voll den Spezifikationen des Wi-
reless USB sowie den jeweiligen Reg-
lementierungen entsprechen. In 2007

zertifizierte USB-IF die weltweit ersten
Wireless-USB-Produkte.

Schnelle 40-nm FPGAs fiir
Sensor- und Port-Management

SiliconBlue Technologies stellte erst-
mals seine mobileFPGA-Produkteplatt-
form vor, die mit einem low-power
40-nm CMOS-Prozess von TSMC gefer-
tigt werden. Die mehr als 15 neuen ICs
bietet neben geringem Stromverbrauch
erhohte Leistungsmerkmale und einen
Platzbedarf von weniger als 50 mm?
auf. Die Produktreihe ,Los Angeles”
verfligt unter anderem {iber einen In-
terface-Support fiir die anstehenden
Standards SLIMbus und USB 2.0-ba-
sierende HSIC und ULPI, speziell aus-
gelegt fiir ein Sensor- und Porterweite-
rungs-Management in tragbaren Elek-
tronikprodukten. Die Produktreihe
,San Francisco” wiederum integriert
einen 1080p-Support mit HDMI- und
MIPI-Interfaces im Hinblick auf Video,
Multi-Display und Speicher-Interfaces
mit hohen Bandbreiten. ,Wir entwi-
ckelten zwei sehr spezielle Produktfa-
milien, die auf zwei Bereiche ausge-
richtet sind, wo sich Smartphones und
andere Handgerdte unterscheiden”, so
Kapil Shankar, CEO von SiliconBlue.
Wenn ein FPGA besonders sparsam
mit der Batterie umgehen soll, emp-
fiehlt Shankar die Produktreihe iCE6S5,
eine ASIC-dhnliche FPGA-Reihe, die
bereits mit 12 pW auskommt und hin-
sichtlich Logikdichte (60 K bis 800 K),
E/A-Zahl (48 bis 222) und Gehdause-
grofie (bis 3 x 4 mm) optimiert ist.

Bessere Silizium-Zeitgeber
losen Quarze ab

Quarze sind schon seit vielen Jah-
ren unverzichtbarer Bestandteil vieler
Elektroniksysteme, wobei diese Bau-
elemente mehrere Jahrzehnte an Ent-
wicklung brauchten, bis sie eine hohe
Stabilitat aufweisen konnten. Laut Si-
Time, Hersteller von Si-MEMS-basie-
renden Zeitgeberlosungen, erreichten
deren Resonatoren, Oszillatoren und
Takt-Generatoren bereits nach fiinf
Jahren nicht nur eine hohe Stabili-
tat, sondern weisen zudem gegentiber
Quarzen wesentlich giinstigere Liefer-
zeiten auf. SiTime entwickelt offen-
sichtlich die richtigen Produkte, denn
deren Marktanteil liegt mit 30 Millio-
nen versandten Bauelementen bei {iber
80 %. Erst kiirzlich stellte man die Os-
zillatorfamilie , Encore” vor, die tiber
exzellente Stabilitadt, niedriges Phasen-
rauschen, geringen Jitter und prak-
tisch keine Alterungserscheinungen
verfiigt. Daraus entstehen MEMS-ba-
sierende OCXO-, TCXO- und VCXO-
Losungen fiir die Bereiche Telekom,
Netzwerke und Speicherapplikatio-
nen. Aktuellste Produktentwicklung
ist der SiT8004, ein programmierba-
rer Oszillator mit besonders gerin-
gem Leistungsverbrauch (typ. 6,5 mA,
125 MHz). Der Oszillator unterstiitzt
jede Frequenz zwischen 125 MHz und
150 MHz, wobei gingige, vorkonfigu-
rierte Frequenzoptionen mit S-stelli-
ger Genauigkeit moglich sind (GPON,
EPON, Gigabit Ethernet, DDR, PCI,
HDMI, SATA).
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